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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

–––––––––––––

CIRCUITS INTÉGRÉS –
CONFIGURATION DE BROCHES DE MÉMOIRES

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales.
Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de
façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale
correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes.

6)  L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61964 a été établie par le sous-comité 47A: Circuits intégrés, du
comité d'études 47 de la CEI: Dispositifs à semiconducteurs.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

47A/535/FDIS 47A/549/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à l'approbation de cette norme.

L'annexe A est uniquement donnée à titre d'information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

–––––––––––––

INTEGRATED CIRCUITS –
MEMORY DEVICES PIN CONFIGURATIONS

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6)  Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61964 has been prepared by subcommittee 47A: Integrated circuits,
of IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

47A/535/FDIS 47A/549/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

Annex A is for information only.
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INTRODUCTION

L'enregistrement et la normalisation des dessins mécaniques pour les circuits intégrés
mémoire sont habituellement traités dans la série des CEI 60191.

Un même boîtier mécanique pouvant correspondre à différents types de circuits mémoire ou le
même boîtier mémoire pouvant être mis dans différents types de boîtiers mécaniques, il est
nécessaire de limiter le nombre de telles configurations au minimum requis par l'industrie
électronique. L'enregistrement et la normalisation des configurations de brochages électriques
aident aussi à établir et à maintenir la compatibilité entre différents fabricants et pour
différentes applications.

En raison de la nature du marché des circuits intégrés mémoire, où de nouvelles générations
de densité et de nouvelles fonctions électriques peuvent être introduites en permanence, la
présente Norme internationale doit prendre une forme «ouverte». Dans ce contexte, cela
signifie que de nouveaux éléments peuvent être ajoutés à tout moment dans un article. De
nouveaux paragraphes peuvent être créés si de nouveaux types de boîtiers mémoires
deviennent d'utilisation courante dans l'industrie.

Les adjonctions, suppressions et toute autre modification seront soumis à approbation avant
toute nouvelle publication.
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INTRODUCTION

The registration and standardization of the mechanical outlines for integrated memory circuit
devices is an ongoing activity covered in the IEC 60191 series.

Due to the fact that the same mechanical package can house different types of memory
devices, and because the same memory device can be incorporated into different types of
mechanical packages, the number of such configurations has to be limited to minimum
required by the electronics industry. Registration and standardization of such electrical pinout
configurations also helps to establish and maintain compatibility of devices from different
vendors and in different applications.

Owing to the nature of the integrated memory circuits business, in which there is ongoing
potential for the development of new density generations and new electrical functions, this
International Standard has to take the form of an open Standard. In the present context, this
signifies that the new items can be added at any time to any of its clauses. New subclauses
may be created as new types of memory devices come into usage in the industry.

Additions, deletions and any changes will be subject to agreement in order to become effective
for publication.
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CIRCUITS INTÉGRÉS –
CONFIGURATION DE BROCHES DE MÉMOIRES

1 Domaine d’application

La présente Norme internationale est relative à la configuration des broches de boîtiers de
circuits intégrés mémoire. Le but de cette norme est d'établir une procédure de
recommandation pour le choix de telles configurations.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale.
Pour les références datées, les amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications ne
s’appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords fondés sur la présente Norme
internationale sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes
des documents normatifs indiqués ci-après. Pour les références non datées, la dernière édition
du document normatif en référence s’applique. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent
le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 60191-2:1996, Normalisation mécanique des dispositifs à semiconducteurs – Deuxième
partie: Dimensions

CEI 60748-1:1984, Dispositifs à semiconducteurs – Circuits intégrés – Première partie:
Généralités

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme internationale, les termes et définitions suivants
s'appliquent. Cet article contient les définitions de termes nécessaires à une bonne
compréhension de la présente norme.

La plupart de ces termes ont été définis par l'industrie de la mémoire à semiconducteurs. Ils
sont fournis comme référence rapide mais ne remplacent pas les définitions qui figurent dans
d’autres normes de la CEI telles que la CEI 60748-1.

Les noms des broches ci-après et les descriptions fonctionnelles s'appliquent de façon égale à
tous les composants couverts par cette norme. Quand une broche a une fonction double et que
ces fonctions sont appelées à des instants très différents, les noms et symboles pour ces
fonctions sont séparés par une barre oblique (/) (exemple VPP/G\). Quand une broche a
plusieurs fonctions qui sont utilisées simultanément, la barre oblique est omise (exemple DQ).
Quand plusieurs broches ont une fonction identique, un numéro symbolisé par (n) est ajouté au
symbole. Quand la fonction de la broche a un niveau logique inversé, c'est-à-dire que la
fonction est vraie ou active pour un signal à l'état bas, la barre oblique inversée (\) est ajoutée
au symbole. Quand des fonctions optionnelles sont autorisées par la norme, ces fonctions
autorisées sont énumérées et séparées par des virgules. Quand l'usage courant entraîne
l’emploi de deux termes pouvant être utilisés indifféremment, les deux sont indiqués, mais le
terme le moins favorisé est mis entre parenthèses.
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INTEGRATED CIRCUITS –
MEMORY DEVICES PIN CONFIGURATIONS

1 Scope

This International Standard applies to pinout package configurations of solid state integrated
circuit memory devices. The purpose of this standard is to establish a registration procedure
for such configurations.

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this International Standard. For dated references, subsequent
amendments to, or revisions of, any of these publications do not apply. However, parties to
agreements based on this International Standard are encouraged to investigate the possibility
of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. For undated
references, the latest edition of the normative document referred to applies. Members of IEC
and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 60191-2:1996, Mechanical standardization of semiconductor devices – Part 2: Dimensions

IEC 60748-1:1984, Semiconductor devices – Integrated circuits – Part 1: General

3 Terms and definitions

For the purpose of this International Standard, the following terms and definitions apply. This
contains definitions of a number of terms that are needed for a clear understanding of the
standard.

Most of these terms have been developed within the semiconductor memory industry. They are
given for quick reference and are not intended to supersede any existing definitions in previous
IEC publications such as IEC 60748-1.

The following pin names and functional descriptions apply uniformly to all devices covered by
this standard. Where a pin has a dual function, and those functions are invoked at substantially
different times, the names and symbols for these functions are separated by a slash (/) (e.g.
VPP/G\). Where a pin has multiple functions which are used simultaneously, the slash is
omitted (e.g. DQ). Where multiple pins have a similar function, a number symbolised as (n) is
appended to the symbol. Where the pin function has an inverted logic sense, that is, the
function is true or invoked for a low signal, the reverse slash (\) is appended to the symbol.
Where alternative functions are permitted by this standard, these authorized functions are
listed and separated by commas. Where common usage has resulted in two terms being used
interchangeably, both are listed but the less favoured term is enclosed in parentheses.




